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這期CTIMES People採訪了交大校長張懋中，張校長過去曾在UCLA擔任教授17年，這次回來對於

交大的未來走向，有相當明確的走向，採訪過程中，張懋中不只一次強調，交大不會成為業界的

救火隊，而會是成為產業的技術領導者。

產學合作一直是台灣產業和學界的共識，不過所謂的產學合作，往往就像是張懋中所說的，學界

常常變成產業的救火隊，一直去解決業界提出的問題，這種救急的事做久了也成為常態，然而這

並非長久之計。

台清交這類型的研究大學，應該做的是走在產業前端，研發當下尚未能產生經濟價值的技術，產

業則專注於現有的技術的製程改善，讓已經產生的經濟價值再次提升，而當舊有技術的經濟價值

開始衰退時，學界之前投入研發技術可以即時釋出，提供產業源源不絕的成長動能，這也是雙方

最好的分工。

然而現在台灣的狀況是，學界常要解決產業現下正在發生的問題，而自己所投入的先期技術研

究，往往是研究結束後就被放在檔案夾的一角，在無人橋接的狀況下，慢慢失去時效性，終至完

全失去意義。

因此我們希望未來產學的合作模式，不是並肩走在一起解決現下的問題，而是一前一後的交接棒

模式，如此一來雙方的分工才會精確，學界的研發資源也才能被有效利用。

從產學合作走向產學分工

主編
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歐敏銓 

MakerPRO總主筆
暨共同創辦人

Be Unique

政府該推什麼？跨域自造！

最近政府智囊單位來徵詢一個問題：如果從政府

高度來推動一個「自造者聯盟」，有何建言？

這真是個不好回答的問題，一方面我們是民間單

位，不在「其位」；一方面Maker本是一個Bottom 

up的運動，它自有其草根性的發展動力與方向，

上位者過度的關愛只怕是「過猶不及」（近幾年

已有不少明例）。

不過，想一想，只要方向正確，有資源挹注也是

好事，而這方向，不該是對自造社群的發展下指

導棋（沒進到這圈子裏的人如何指導？），或做

些半調子又與民爭利的事（如Makerspace），而

是本來就該由政府來推動的事務，特別是跨域創

新、社會公益/環保、啟發教育、市民參與公共事

務等面向的事。

先談跨域創新，我們身在Maker圈，總以為這運

動發展的很火熱，但事實上，許多身邊的朋友都

對"Maker"這詞還非常陌生，甚至連聽都沒聽過

呢。即使是在Maker圈，近來也有降溫的現象，

推究原因之一，可能是一直玩Arduino、Raspberry 

Pi、3DP，玩久了也少了新鮮感。

然而，Maker可以做的事，不該這麼狹隘，應該

跨出去，和設計、文創、社企、公益、藝術、產

業、研究等不同背景人士，甚至是鄉民、市民，

進行對話、交流、合作共創等，相信會迸出許多

令人讚歎的成果。

以「Maker x 設計」來說，不論是文創、建築、

空間或工業等設計領域，台灣的設計實力不容置

疑，但這些設計人才與科技人才一直有很大的鴻

溝，造成Maker的作品有創意沒賣相，設計師想帶

進「智慧」功能卻搞不定，若能促成兩者的交流

協作，必然能創作出內外兼美的好作品及商品。

至於「Maker x 社會公益」，這也是大有可為的

推展方向，因為有能力解決問題的Maker，大多

也願意為社會議題盡一分心。事實上，由哈爸主

導的LASS-開源公益環境感測網路社群，已用行

動證實結合社群的力量可以做很多事，而這樣的

影響力已從環境品質監測，繼續推展到科技農業

（Open Hack Farm社群）和智慧長照（Simple Care

社群）等議題。

另一個很適合政府高度去推動的則是「Maker x 城

鄉」，因為Maker同時也是市民鄉民，自然也樂於

參與城市或地方建設。目前由Fablab在主導推動

的Fab City，已在全球如火如荼地推展中，此計畫

的目標是「透過在地生產製造、全球串連來打造

自給自足的城市」（Locally productive and glob-

ally connected self sufficient city），也就是希望

促成政府與民間社會協作，一起面對和解決包括

居住、能源、糧食等問題，打造一個永續的循環

經濟。

以上的跨域自造方向，只是拋磚引玉，還有很多

可做的事，而這些大方向很需要從政府高度來推

動。關鍵在於自造（Maker）的精神在於「動手

做」，而且是一起動手做，若能轉化為跨域一起

做，很多創意會更好、更美、更落地；轉化為全

民參與協作，很多問題很可能就迎刃而解了。
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2017年第37屆台北國際電腦展（Computex）

的主題包括新創、物聯網、人工智慧、電

競、AR/VR與商業解決方案五大主題。

觀察Computex網通終端的展出狀況，近幾年因固

網寬頻接取產品已成為成熟產業，僅有跟隨標準演

進而有發表新產品的機會，加上中國大陸業者價格

競爭，導致臺灣相關業者展出意願降低；然另一方

面，智慧家庭市場噪音仍大，Wireless LAN產品在

標準升級外，以Qualcomm為主的Wi-Fi晶片業者並

積極推廣新的Mesh架構，大幅改變原有的產品型

態與傳輸表現以支援智慧家庭為主的多裝置高速

傳輸應用，成為各業者在攤位內的少數展出亮點。

包括華碩與亞旭等業者在攤位中均展示Wi-Fi Mesh

產品，以一個2.4GHz頻段與2個5GHz頻段進行資料

傳輸。華碩的「Lyra」3台裝置上並各有兩個乙太

網路接口，扣除一個與WAN端連結，可接上5台其

他連網設備進行有線與更多裝置的無線連網。由於

各路由器品牌業者已陸續推出Mesh產品，各家業

者將在可擴充性、連線簡便性、傳輸安全性、管

理功能等面向找尋產品差異點。在行銷端，Wi-Fi 

Mesh產品價格約在300美元的水準，初期鎖定SMB

與大坪數住宅客群。

在其他產品上，亞旭展出的Femtocell產品，特別

支援美國FCC公布之3.5GHz公民寬頻無線電服務

（CBRS）頻段，卡位當地各行動營運商後續5G網

路商用下規劃的網路密集化建置商機；東碩則在有

線接取產品之外，展示了內建Intel WiGig晶片的擴

充基槽（Docking Station），提供有線接口外的選

項，拓展連接器產品線。

物聯網產品在本次Computex中，絕對是名列前茅

的關注主題，位於世貿一、三館，南港館中眾多業

者均展出單一產品或垂直市場解決方案。相較於過

去集中在智慧家庭領域，業者推出各種IP監控、家

庭自動化等周邊裝置，本次包括法人單位（如工研

院），網通廠商（如正文）、系統整合業者（如研

華與新漢）等則再加入智慧城市、工業物聯網、零

售與醫療等垂直市場方案，除了單一產品外，並與

異業或大型雲端業者（如微軟）進行合作，加強使

用情境的論述能力與方案完整性。

Computex展會中業者除了以Wi-Fi、ZigBee等技術

做為物聯網資料傳輸媒介外，低功率廣域網路產品

（LPWA）也成為推進IoT產業的另一焦點。從晶片

端（如瑞昱與聯發科）到模組端（如群登），再到

設備端（如正文），業者展出LoRa或NB-IoT的產

品，其中，晶片與模組業者以多種無線技術整合

分工、疊層式設計為訴求，增加終端開發彈性；設

備商則鎖定車隊管理、水電錶計費、空汙偵測、停

車/路燈管理等訊號覆蓋範圍較大、裝置傳輸頻寬

與功率較低之應用。

綜整本次物聯網展出內容，業者推出的產品更多元

化，主因在於應用場域從智慧家庭擴大到智慧城市

範疇，切入的垂直市場也持續增加。此外，解決方

案更紮實，連網終端面提升附加功能與外觀設計，

成本僅是其中一項而非單一優勢；解決方案面則讓

硬體結合雲端與大數據，搭配可視化監控與管理介

面，提升實用性與客製化程度。

在桌上與筆記型電腦、智慧手機進入產品成熟階段

後，臺灣的ICT製造業者正持續找尋有高度發展潛

力的新運算載具，及早投入市場布局。其中，機器

人與汽車是多數業者具有共識的兩個主題，因此本

次展會中有眾多業者展示開發成果。

2017年COMPUTEX觀展評析-

網通與智慧科技領域
洪春暉 

資策會產業情
報研究所(MIC)
產業顧問兼
主任
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福衛五號失能 考驗台灣對失敗的容忍度
記取失敗的經驗層層調校，才能逐步走向成功之路。

上個月升空的福衛五號，在9月18日傳

出遙測取像儀失焦，導致影像出現光斑

及模糊情況，9月25日時，國家太空中

心表示，福衛五號取像調校作業需時2

個月至3個月，目前在測試模式下進行

取像極限測試，包括下傳和收集影像，

仍在持續測試、研析階段。

衛星發射向來有一定難度，韓國的衛星

在李明博時代失敗了多次才成功發射，

台灣在前面幾次的衛星則都歐美協助，

直到這次才完全用台灣自己的產品。

由於台灣並沒有航太產業，因此福衛五

號使用的台產零組件，都是第一次上太

空，在發射前，整個團隊相當緊張，深

怕失敗後就沒有下一次，因為台灣對失

敗的容忍度相當低。

航太產業代表的從來就不只是航太產

業，還包括該國國力展示與電子、機械

等領域的技術水平，前者是面子問題，

後者則是裡子問題，台灣在航太領域向

來缺席，因此無論是電子或機械產業的

技術提升，一直是靠廠商自己研發，

這麼多年下來，台灣這兩個領域的廠商

相當爭氣，研發成果完全不遜於他國廠

商，不過在航太領域，則完全無法跨

入。

有鑑於此，這次福衛五號全部採用台廠

的零組件，希望可以透過這次的實際採

用，拓展台灣廠商在航太領域的商機，

由於太空中的環境十分惡劣，台廠的產

品過去沒有相關的使用經驗，其耐用度

在此環境下失能或失效的可能性相當

高，而失效與失能也未必代表失敗，

再退一步想，連美國太空梭都曾不止一

次的爆炸，重點不在於失敗，是失敗後

我們能得到什麼？而經驗往往是我們面

臨失敗時唯一能取回的東西，記取失敗

的經驗層層調校，才能逐步走向成功之

路。（王明德）

TrendForce：東芝出售予美日聯盟，提升3D NAND產能力拼三星

TRENDFORCE記憶體儲存研究（DRAMEXCHANGE）指出，東芝公司已正式在9月分拆記

憶體業務，決定將旗下半導體事業以2兆日圓出售給由美國私募股權業者貝恩資本（BAIN 

CAPITAL）代表的美日聯盟，由於此出售案較預期延宕，對於NAND FLASH市場的產能

影響，預期要到明年上半年才會趨於明顯；中長期而言，在資金到位下，將有助東芝在

3D-NAND產能與技術上力拼三星。

此 次 出 售 案 的 收 購 對 象 美 日 聯 盟 成 員 中 包 括 貝 恩 資 本 、 政 府 支 持 的 產 業 革 新 機 構

（INCJ）財團、日本發展銀行（DBJ）及韓國的SK HYNIX集團等資金來源，加上蘋果、

金士頓等業者，此陣營若能取得東芝經營權，在國家力量的支持下，管理高層的變動性

與公司未來經營方向的變化性預料不會有太大的變化。新成員加入對於東芝/威騰陣營，

未來在新技術研發方向與新產能建置上無疑是注入一劑強心針。（陳復霞） 資料來源：DRAMeXchange（2017年9月）

2017年全球NAND Flash品牌廠產能市占率
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新聞分析

SEMI：2017年第二季全球半導體設備出貨金額新高

SEMI（國際半導體產業協會）在最新「全球晶圓廠預測報告」中指出全球晶圓

廠設備支出再次刷新紀錄。報告顯示，在所有SEMI追蹤的296座前端晶圓廠房

與生產線當中，有30座晶圓設備支出超過5億美元。2017年晶圓設備支出（含

全新與整新）預計將成長37％，創下550億美元的最新年度支出紀錄。

SEMI同時也預測2018年晶圓設備支出成長率將再度攀升5％，同時也將再次寫

下580億美元的新紀錄。SEMI台灣區總裁曹世綸表示，先前最高的支出紀錄是

2011年創下的400億美元。按目前情勢來看，2017年支出預估將比該數字高

出大約150億美元。根據全球晶圓廠預測報告，2018年韓國依然將是全球晶圓

設備支出最強勁的地區，而中國也將晉升至第二名，達到125億美元。（陳復

霞）

放眼5G通訊，目前急需克服的，就屬

頻譜問題。由於5G標準尚未底定，主

流的頻譜究竟會是哪些頻段，市場上也

都還沒有明確的答案。而各國依其通

訊產業的策略方向，以及技術的層級不

同，所各自發展的頻譜也都大不相同。

從5G晶片商的角度來看，在這樣不明

確的市場氛圍下，最大的挑戰是必須要

在現有的各種頻譜與標準中，試著找出

最有可能成為未來主流的頻譜與標準，

甚至哪一種頻譜未來將成為世界通用的

5G頻譜。換句話說，嗅覺必須非常敏

銳，才可能在5G競賽中脫穎而出。

無線通訊技術必須依賴著標準才能存

在。而如果缺少適當的頻譜，就無法透

過無線通訊來進行溝通對話，更無法建

構起整個5G系統架構，由此可知頻譜

的重要性。標準與頻譜，這兩件事情儘

管看似簡單，卻是5G通訊發展上最重

要也最困難的部分，原因不外乎兩者：

標準未定、頻譜分歧。

現階段晶片的整合度提高，對於5G通

訊設備有絕對的優勢，特別是5G通訊

標準經常伴隨著許多不同的頻譜，當晶

片整合度提高，便可以將更多不同頻譜

的天線整合在同一顆晶片上。特別是在

寸土寸金的手機機身中，通常都內建了

各種不同的天線，高整合晶片更能為手

機帶來設計上的優勢，在更為輕薄的機

身裡，可以擁有更多不同頻譜的天線。

從頻譜、多天線、晶片整合、到無線設

備的系統設計，由5G所衍生而出的問

題將會越來越多。這都需要透過更多

新的技術與儀器設備來解決所遇到的問

題。事實上，5G的誕生，乃是為了解

決現有的無線通訊挑戰，例如在人口稠

密區的通訊不良問題等。為了解決這些

問題，所以必須要有5G。只是發展5G

的過程中，需要克服的難題也不少。或

許第一步，就先把各國不同頻譜的問題

加以解決，讓5G發展可以順利地跨出

第一步。（王岫晨）

頻譜問題卡關？5G發展得先過這關	
頻譜與標準是5G起步的最大絆腳石。

資料來源:SEMI全球晶圓廠預測報告（2017年8月）

晶圓廠設備支出統計（前段設備，含全新與整新）
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